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Prufungsantrag gem. i 44 PatG ist gestellt 

® Chipkarte mit integriertar Batterie 

@ Es wird ein Vorfahren zur Herstsllung ainer Chlpkarte 
mit frrtegrierter Batt«rie vorgetchlagon, wobei ansteil* 
der Integration efnar vorgefertigtan Battaria dia Fartigung 
dar Battaria \n dan HarstallungsprozeS dar Chipkarta Irrte- 
grfart wird. Dazu wird eina LaftartMhnstruktur (8) auf aina 
Tragarschicht (6> aufgebracht In afnam Tailberatch (8b) 
dar Laitarbahnstruktur (8), dia ala Elaktroda fOr dia Batta- 
ria (3) diem, wird ein Elaktrolyt (11) in Form ainar Elaktro- 
lytpeate eufgadruckt odar uber aina Maake aufgetragen 
odar in Form e\nw Elaktrolytfolia aufgaWabt DarQber 
wird aina Dackfolia (5) mit ainar Gaganlattarbahnatruktur 
(9) ao aufiamlniait daB ain Taitbareteh (9b) dar Gaganlai- 
terbahnstmktur (9) dia Gaganalaktroda fOr dia Battaria (3) 
bildet 

Diasa Konatrnktion iat basonders vortailhaft fOr Chipkar- 
m tan mrt Diaplays (2), da dia Elaktrodan (8b, 9b) dar Battaria 

C(3) In einem Arbeftsgang mit den Elaktrodan (8e, 9c) das 
Dfaplaya (2) gefartigt werden kdnnarv 
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Besdireibung 

DieExfindung betrifft ein >feffidirBn zur HeisteUung dner 
Chipkarte mit imegricfter Batterie oach dcr OattUDg des 
Hauptansprucbs sowie one entspiecbeode Qnpkaite oach 
der Gaming des nebengeordneteo Aaspnichs 8. 

Ob&heiweise werden die elektrischea Bauteile eioer 
Oupkarte von aufiea nut Strom vencxgt, bei^dsweiae 
^g^hreod die Chipkarte im Ibnmnal eines Bankamomatea 
eingefOfart ist Neuere Anwendungen sebea vo; Daten ana 
der Kaite tinabhflngig von einem solchco Ibnniiial g"«tm n 
und anznzeigen imd erf<ndeni dazn die Imegradoo eioer 
Sttomqiielle uimduelbar in die Kaite. typiacber Ainv» 
dungs&n faieifClr ist die sogenamite Gekilmte mit Di^lay 
zur Aozeige des auf der Karte nocb verfQgbaren Geldbe- 
trags. 

Ctiipkaxten sindduicb eine ISO-Nonnin ihies Dimensic^ 
nen, insbeaondeie auch der f««^itnflii*n Dicke. genonsL Qn 
geneitlles Problem besteht deahalb darin, IdsningsfSMge 
Batteries faerzustellen, die ditam genug sind, um in Cbipkar- 
ten integriert werden zu kdcneiL Aus der Wimchaftrwoche 
21, Jaauar 1999, Wolfgang Kempken, Dflnn wie Fq^iei*, 
ist eine Battierie bekannt. M der die Elektioden aus haudi- 
dnnaea FoUen aus Manganoxid und Lithium bestdien, zwl- 
schfiD denea als Elektzolyt eine dOnne Spezialkunststoff- 
sddcht angeofdnet ist Die Elektroden weisen Qbliche An- 
scbluBflSchen zur Verinndung der Batterie mit den Leiter- 
bahnea der Chipkarte auf. 

Van dsr Rima R C R.-EIectro-Chemual Reseamh, Ltd. 
76117 Rehovot, NL, wild weiier eine "IhT^ffnor. scfaicfat- 
weise aufgebaute Batterie fOrChipkanen angebcten, die als 
RHISS-Batterie bekanm ist (BHSSS a rechaigeable faydio- 
gen ion solki state elecirolyte). Die RIflSS-Batterie ist zwi- 
scbeo 035 und 0,70 mm dUnn, wild in einem Batteri^adi 
isolieit und in die Chipkarte eingesetzt, um doct ndt den Lei- 
teibafanea der Chipkarte Ober ^to-Bond-Dr8hte vcfbunden 
zu werden. 

Aii^abe der voriiegenden Erfinduag ist es, das Konzept 
der BatteiieintegiaiiOT in Chipkarten fainsicfatlich Ferdgung 
undLdsungsf^gkeit wdter zu v er b ess era. 

Diese Auf gabe wird gelOst durcfa ein \%t&hren mit den 
Merkmalrn des Hauptanqmidit sowie durch eine Cb^ 
kaitB, wie rie im ncbengeordneten Produktan^ruch 8 ange- 
geben ist Die LOsung zeichnet sicfa dadurch aus, daB auf die 
Elekuoden, die eineiseits ndt dem Hektrcdyt kmd anderec^ 
seits mit den Leiterbahnen der Chipkarte in Verbindung 
sind, venichtet wizd. Staudessen werden die Leiterbahnea 
so ausgcbildet, daB sie selbst die gegcopoligen Elektroden 
fOrdea Elektrolyteo bilden. Dazu wird der Elektrolyt als Pa- 
ste Oder als Folie auf deojerrigen Ibil der Leiterfoafan aufge> 
bracht, der die eigentlicbe Elektrode ersetzt, und Uber dem 
Elektrolyt wixd die Gegenleiterbahn so angeofdnet, dafi ein 
Teil dieser Gegenleiteibahn die Gcgenelektrode ftlr den 
Elektzolyt bildet Auf diese Wasc entfollen gesonderte Bat- 
terieelektrodcnschichtea, wie sie in den H^iran"*fp Batterie- 
koQzepien voigesehen sind. Das erfindungsgemMfie 
rea bietet dadurch den \teeil, daB fOr den Elektrolyten ein 
grSScrer Bauraum zur VsTfOgung steht, so daB die Norm- 
dicke fUr Chipkarten dngefaalten werden kaon. Desweiteren 
kann die Batterie unmitielbar wShrend der Chipkartenferti- 
guDg heigestelU werden und braucfat nicbt als separates Zu- 
liefertetl in die Kaite integriert zu werden. Dadtvcfa entfSlh 
das Booden der Elektroden an die Leileibahnen, wodurch 
die Fertigung kostengQnsdgo' wird. Zudem kann die Bait^ 
rie jc nach Chipkarte individuell an die Chipkartengeome- 
trie und die Leistungsanforderungen bei der Chipkarteofer- 
dgung aogepaBt werdea 

FUr Chipkarten mit Displays ergibt sich ein besondcrer 
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\ferteil daiaus, daB diese ohnehin berdts Elektroden filr das 
Display aufwdsea, wobei diese Elektroden Ublicherweise 
duien integralen Bestandteil der Leiterbahnen bilden. Indem 
diese Leitobahnen mimnehr zusitzlich Teilbereicfae aufwei* 
5 sen, die als g^enpoUge Elektroden fOr den Elektrolyten die* 
nen, kann (fie Baiteiiefertigung ohne wesentlichen Aufwand 
in eiiie Displaycfaipkartenfertigung integriert werden. Als 
zusStzlicher Schritt ist mir das Aulbringen des Elektrolyten 
erfotderiich. Dafttr cntfaHco das EinsetzfrO einer bcsondcren 
10 Batterie und das elektrisdie AnschlieBen der Ldtcrbahneo 
an cHe BatterieansdUuBflacben. 

Nachfolgend wird die Erfindung unter BCTUgnahme auf 
die Zeichimng niher eriflutert Es zeigen: 
Fl^ 1 eine Chi^carte schematisch in Draufsicht und 
15 F^ 2 qne Chipkarte schematisch im Querschnitt 

In 1 ist eine Chipkarte 10 mit in die Chipkarte into* 
grienem Chip 1 dargesteUL Beispielhaft wird dabm von ei- 
oer kontaktlosca Chipkarte ausgegangen, weshalb der im 
Inneren der Chipkarte 10 angeordnete Chip 1 strichliert ar>- 
20 gedeutet ist IXe Erfindung ist aber gleichermaBen fUr koo- 
taktievende Karten oder Dual-Interface-Karten, bei denen 
die Datenflbcrtragung minels an der Kartenoberflacbe lie> 
gender Kontdctflichen erfolgt, anwendbaL Die in 1 dar> 
gestellte kontaktkne Karte besitzt fOr den Datentransfer mit 
2S extemen Getflten eine Antennen^Nile 4, die ndt dem Ch^ 1 
aber eine nicbt dargestellte elektrische Verbindung elek- 
triscfa leitend veihunden ist Die Antennenspule 4 befindet 
sich, wie durch strichlierte Darstellung angedeutet, ebenfalls 
im Inneren der Chipkarte 10. Weiterfain besitzt die Karte 10 
30 einDi^lay2,dasdieAnzeigevonDatenausdemChipler- 
laubt Das Display 2 kann gleichzeidg als Tastatur fimgie- 
ren. Einen wdteren Bestandteil der Chipkazte 10 bildet eine 
Batterie 3^ die, wie durch strichlierte Darstellung angedeu- 
tet, ebenfalls in das Innere der Chipkarte 10 integriert ist 

39 Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Chipkarte 10 sche> 
matisch im Querschnitt Die Darstellung dient dahn ledig- 
licfa zur ^fenmsrhanlirhung der die Chipkarte bildenden B^ 
stand trile und reprSsentieit nicht die ^ferfaSltnisse in einer 
VBdca Chipkarte mit Nonndicke. Die Karte 10 besteht aus 

40 einer TOlgcwcfaicht einer Kartenkftrpcrschicht 7 und einer 
Decksddcbt 5. Zwischen Wgerscfaicht 6 und Deckscfaicht 5 
sirxl die elcktronischen Bauelemenle angeordrset, "i^Twii^ 
der Clup 1, die Banerie3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 
nicfat dargestellte, Spule 4. 

45 DieCUpkattelOwirdscfarittwdseaufder'MgeiaddGfat 
6 aufgebant ZunSchst wird eine Leitetbahnsnruktur 8 auf die 
'Mgoschkht 6 aufgebracht, beispielsweise durch Aufdruk- 
ken Oder im Atzvetfthtea. Die Leitetbahnstruknir 8 gliedert 
sich hi mehreie Beteiche 8a, 8b, Sc. Hn crster Bercicfa 8a 
so dient dabci zur Anbindung des Chips 1 an die Leiterbahn- 
strukmr 8. Bn zweitcr Bereich 8b bildet eine erste Elektrode 
(fie Batterie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b^ Eleknolyt 
11 und Oegenelektrode % besteht Bn weiteter BereiGfa 8e 
biklet fener eine Elektrode fOr das Display 2, das insgesamt 
ss aus Elektrode 8c aktiverScUcfat 12 und jGegenelektrodede 
besteht Gleicfazeitig mit der Leiterbahnstiuktur 8 wird 
zweckmSBig die Antennen^mle 4 realisieit 

Auf der Leiterfoahnstruktur 8 werden die einzdnea eldc* 
tronischen Bauelemente aufgdsaut Dabei wird der Chip 1 
60 bdspielswetse in Flip<:hip-lbchnok)gie mit dem Bereicfa 
8a der Leiterbahnstruktur 8 rlektriwh vobimden. 

Auf den Bereicfa 8b der Lei terbahnstruktur 8 wird sodann 
ein fester Elektrolyt 11 aufgebracht Das Elekttolytmaterial 
kann beispielsweise eine Elektrolytpaste oder eine Eleklit>> 
65 lytfolie setn, wie rie aus dem eingangs wiedergegebenea 
Stand der Ibchnik bekannt sind. Als Rute wird der Elektro- 
lyt vocteilhaft aufgednickt, etwa im Siebdruckverfahrea. 
Oder Uber eine Maske aufgetragen. Die ^^endung euier 
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Paste bat doi Varteil dafi die Fixienmg des Elektrolytea eu^ 
fachisu 

Auf den Teilbereicb 8c der Letteibahnstcuktur 8 wird eioe 
akti ve Scbiclit 12 fOr das Display 2 auf g^racfat Bei dem da- 
ftlr veiweodeten Material kann eg sicb urn FlQssigkristaUe s 
haodeln, die ifaren Zustand zwiscbea opak und transparent 
wechselD, beispielsweise PLC, ChLCD oder PDLC Aller- 
naliv tommeo aktiv leuchtende Stoflbin Betrachl,d. h.Ma- 
terialien, die bei Anlegeo einer Spannung aktiv leuchten, 
beispielsweise LEDt, ELDt oder QLEDt. Das Display 2 lO 
kann gleichzeitig die Funktioo einer Ibstatur besitzeo. Auf- 
bau uod FunktiMaweise eines sokben Di^layt sind detail- 
licit in der deutsdieii Ptitentanmrldung 1982897Ube- 
schzieben, auf die hiezzu ausdrOcklidi verwiesea wixd. Der 
Bernch8cderLeiteibahnstruktur8bildeteine£lektrodefQr t5 
die aktive Schicbt 12 des Displays X 

\^ Oder nach dem Aufbau der elektroniscfaeo Bauteile 
auf der TVSgerschicht 6 wizd auf der 'Mgenddcht 6 eine 
Kartenkfirperschicht7 angeordnet, die Ausspanmgea filr die 
elektrooischeo Bauteile besitzL Die Kartenkflcpcrsdricht 7 20 
wild auf der Itflgerscbicht 6 auflazninierL Der Laminicrvoi^ 
gang kann gegebenen£alia zusammen mit der Deckfolie 5 
eifolgen. 

Cbcr der Kartenkdrpeischi cht 7 und den auf der TVSger- 
schidit 6 aufgebauten elektrooiscbea Bauteilen wixd die 2S 
DedLsdncht 5 angeocdnet. Auf der dem Kaiteniimeten zu- 
gewaudten Sdte der Deckschiclit 5 wird dabei eioe Gegeo- 
leiterbahnstruktur 9 angelegt. ZweckmSBig wild die Oegen- 
leitecbahnstniktur 9 gleichfaUs dutch Aufdmcken oder im 
Alzverfahreo erzeugt und gliedeit sich in Ifeilbeieiche Sh 30 
und 9c. Die Gliedexung der Gegenleitetbahnstiuktur 9 ist so 
ausgebildet, daB der Tdlbcreich 9c eine Gegenelektrode zur 
Elektiode 8e des IMsplays 2 bildet, wahrend der Tfeilbereicb 
9b im Bereicb der Baueiie 3 angelegt ist, so daB er one Cjo- 
genelektiodBZurElektrodB8bderBatteiie3bildet.Diedie 3S 
Beknoden des 1X^4^ 2 Mldeadea Tbile 8c und 9c voo 
LeiiBri)afaih bzw. Gegenleiteibafaiuiniktur mflsimn 1^ 
digHch elektiiscb leitf&ig seiiL Die die Elekiiodeo der Bat- 
tette 3 bildendeo Teile 8b und 9b mfisseo daiflberiiinaus gD> 
fi;enpolig sein, so daB sie als Anode nnri Kathode eine Strom" 40 
ricbcung definiecea. Es kann daher zweckmSSig sein, zumin> 
destein e Latcibahntokturausgwduntc n tc h iedl^ ^ 
teiialiea zusammenzusetzen. Beisplelswdse kann die 
genldteibahnstniknir 9 im Itilber^ 9b aus einera besoD- 
deien Elekuodenmaterial beigesteUt wezdea» wSbiend alle 4S 
anderm Ibilbeieicbe 8a. 8b. 8e und 9cder LeilieibahxuRnik- 
tureo 8 und 9 aus Inidiuiiiziniioxid (rPC9 beaiefaen. 

Im Falle dner Chipkarte ndt Display, wie ^ in den Fig. 1 
und 2 daigestellt ist, soUten fenier DeckscfaiGiit S und Ge- 
geoeleklxode 9c des Displays 2 txansparent sein. damit die so 
aktive Schicht 12 von aufien erkennbar ist Ab Material fUr 
die Gegenleiteibahnstnikiur 9 bietet sich Inufiun^ 
zinnoxid (TTO) an, das tran^Kuent ist Abgeseben von dem 
Displaybetticfa ist (fie dem Karteninneren zugewandte Seite 
derUranspazentenDeckscfaicbt5bednjckt,sodaBeinBIick 5S 
auf die elektronischen Bauteile nicfat gewahit wird. Die 
Scfaichten 5, 7 wenlen durcb Anwendung von Dnick und 
TenperaQir oder unter V»wetidung emes Klebeis nuteinan* 
der iaimniert Aufgrund der Ibmperamreropfindlicbkeit des 
Elektrolyts ist die Laminieiung nodtiels Kleber zu bevoczu- fiO 
gen. ^bdg ist eine voUst^ndige Abdicblung insbesondeie 
des Batteriebereicfas gegen Feuchtigkeit. da heute eriiaitli- 
che Elektrolyten sehr fcuchtigkdtsen^fiiMllicfa sind 

Der Rahmen des der Erfindung zugmndHegenden Kon- 
zeptea - F.insetzen der Batterie nicht als Fcrtigteil» sondem 
Eizeugung der Batterie im Zuge der Kaitenfeitigung, indem 
die obnehin votfiandenen Lettecbahn^nikiuxen die Elektn^ 
den fOr die Banerie bildea - gestattet einer ^elzahl von Ab- 
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wandlungen des vorstebetid beschriebeoen Herstellungsver- 
fabiens wie der damit herstellbaren Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der anband der Fig. 1 und 2 beschriebenen 
Qui^carte hinsirhtKcfa der Bauelemente oder biosicbtlicb 
der Zahl der Scbichten gefindert werden. Alteraativ zur elek- 
triscben Qnbeziehung des Chips 1 our Uber eine ti^ei^ 
schichtseitige Leiteibabnstniktur kaim eine den Chip 1 auf 
zwei Seiten kontaktieiende Vnbindung vorgesehen sein, bei 
der der Chap auch dutch die Gegenleitetbahnstniktur kon- 
taktieit ist 

PueDtansprQcbe 

1. Mufahren zur Herrtelhmg einer Chij^tane (10) mit 
integrietter StromqueUe (3). umfassend die Schritte: 

- Auftmngen einer ersten Leitetbahnstniknir (8) 
auf one TV8gerschicfat(Q der Chipkarte (10). 
' Aufbringen eines Hektrdyts (U) Qber em e m 
Ibilbereich (8b) der ersten Leiterbahnstruktur (8) 

- Aufbringen einer zweiteo Leiterbahnstruktur 
(9) mit einem Ibilbcreich (9b) der zweiten Leitei^ 
bahnstrukmr (9) Ober dem Elektrolyt (UX 90 daB 
die Tdlbetdche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukmren 
(8bzw.9) hidicektemKontaktmitdemEIektrolyt 
(U) stehen und gegcnpofigs HIektinden flb dea 
Elektrolyten (12) bilden. 

2. Verfabren nach Anspiuch 1, dadurch gekeimzetch- 
oet. daB als Elektrdyt (11) eine Bektrolytpaste vcr- 
weodet wiixL 

3. Vfetfehren nach Anspruch 2. dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Elektrolyt (U) im Siebdmckverfohren auf- 
gebrachtwird. 

4. Vofahren oach Anspnich 2, dadurch gekennzeiclH 
net, daB der Elektrolyt (U) unter Vsrwendung dner 
Maske aufgelragen wild. 

5. ^fetiafareo nach Anspnich 1, dadurch gekeimzdch- 
net daB als Elektrolyt dl) eine Elektic^tfolie verwen- 
detwitd. 

6. Verfshren nach einem der AnspriSche 1 bis S, da- 
durch gekennzeichnet. daB die zweite Leiterbahnstruk- 
tur (9) zusammen mil einer Deckfolie (5) in Laminier> 
tecfanik auf gebradtt wird. 

7. ^fet&hreo nach ehiem der An^rttche 1 bis 6. da- 
dutch gekemueiGhnet. daB die ersteLeiteAabnslrukmr 
(8) und die zweite Leiterbahnstiuknir (9) auBer dea 
lUlbcieicheo (8b bzw. 9bX die als Elekirodea fUr dea 
Elektrolyt <fienea, jewdb dnea zwdtea Tbilberdch 
(8e bzw. 9c) timfassffl, die als Elektrodea fOr ein Die- 
phqf (2) und^oder eine Ibstanir dienea. 

8. Chipkarte (10) mit Integrierter Batterie (3X umfa» 
send eine ente Leiterbahnstruktur (8) mit einem Ibil- 
bcreach (8b) und eine zweite LeitetbahnstrukfQr (ft fBoi 
einem Tcilbereich (9b), wobd zwischea dea Ibilbein- 
cbea (8b und 9b) eia Elektrdyt so angeonhiet ist daB 
sidi <fie TeilbcreiGfae (8b. 9b) der Leitttbdmstrukturea 
(8. 9) m direktem Kontakt mit dem ElektrcAyt (11) be- 
finden und gegenpolige Elektroden ffir den Elektroly- 
ten (U) bilden. 

9. Chipkarte nadi Anspiuch 8. dadurdi gekranzeicb- 
net. daB die TbilberBiche (8b. 9b) der entea uad zwe^ 
ten Leiteibahnstrukturen (8| 9) Oberdnander angeocd- 
net siod. 

10. Chipkarte nach Anspruch 8 oder 9. dadurch g^ 
kcnnzetehnei, daB der Etetarolyt eine Paste Oder Folie 
ist 

11. Chipkarte nadi einem der Ansprflche 8 bis Id da- 
durch gekennzeichnet. daB die Leiteibahnsttukturen (8, 
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9) aufier den Teiiberdchen (8b, 9b), die als Blektxoden 
fOr den £lektiolyten (11) dieoen, weitere Ttilberache 
(8c bzw. 9e) au^veisen, die als Elektrodea fOr ein Dis- 
play (2) uad/bder eioe Itaatur dieaeo. 
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